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芯片的分类及目检
一、芯片的分类

1、标准的商用级

2、标准的军用级

3、军用 + 批量验收

4、KGD:等级1个2的芯片是一大图片或单个的芯片形式提供，等级3个4仅提供单个形式的芯片

商用级

1、在室温下用探针只做支流测试

2、只保证25℃下的支流极限值

3、但要求执行数据表

a.在0℃和70℃之间

b.在探测情况下晶片的成品率一般>80%
c.组装测试>90%
d.可靠性数据取自封装后的元件

军用级

1、在高温和低温下用探针做支流测试

2、只保证在-55℃到125℃的支流极限值

3、但要求执行数据表

a.在-55℃和150℃之间

b.在探测的情况下晶片的成品率一般>70%
c.组装测试>90%
d.可靠性数据取自封装后的元件

军用级+LAT

1、取样并适当的封装

2、芯片剪切、引线拉力等试验依据Mil-Std-883

3、对数据表进行高底温测试时包括交流参数

4、老化

5、10个元件-无失效

KGD

1、保证执行数据表

2、可靠性数据来自已封装的元件

3、所有的器件都通过目检

二、生产商的目检保证

1、所有的晶片都会含有某些缺陷

2、晶片生产商只保证在1.5AQL下具有>80%的成品率

3、留下的器件仍会存在按Mil-Std可接收的缺陷

4、由专业芯片处理机生产的芯片还会100%的检验并剔除不合格

三、目检的判据

1、即使是顶级的军用或宇航及芯片也不是无缺点的

2、有些损伤是可接受的，并且在元件的设计阶段已经考虑到的

3、仅仅表面显色不是拒收的原因

4、老化的焊接附着力实验证明可靠性

5、拉力实验

6、允许多次探测

7、一般地 

a.商业级晶体片零次或一次探测

b.军用级两次探测

c.选择测试，三次探测

8、只要键合区的75%未受损伤的元件都是可接受的

四、目检

不考虑等级，所有的芯片都应当遵守MIL-STD-883(集成电路)或MIL-STD-750(晶体管和二极管)

5、 储藏

1、温室下放在真空干燥氮气中的元件将不会退化

2、某些薄膜寿命有限

3、当受潮时，柔软带孔的泡沫材料会释放出氮

六、切割

 1、切割操作产生大量的硅粉末

 2、太纯的水>20MΩ—腐蚀个静电吸引

 3、不够纯的水＜500KΩ—盐分沉积并氧化

 4、附加碳氧化和表面活化剂可能引起腐蚀河汉界上的问题

七、芯片的固定

 1、打算用塑料组装的芯片，可能只适宜环氧树脂粘接

 2、背面镀银的芯片不适宜共晶的粘接，也不推荐用环氧化树脂粘接

 3、对于共晶粘接的芯片必须有抛光的硅或金背面-但金不在镍上

八、引线焊接

 1、许多晶体管和二极管只适于用铝引线

 2、有些比较新的器件不适于用铝引线

 3、有些器件（GaAs）只能用热压法焊接

 4、从环氧树脂中渗出的树脂可能会阻止阴险的焊接

九、芯片版面排列图

 1、我们发出的所有芯片都带有芯片版面排列图，这些图也发表在网站上

 2、器件的型号和功能依照生产厂家的数据表

 3、如果生产商的数据表不能得到，可以询问我们，我们将会给您提供一份拷贝

 4、芯片图包括芯片的尺寸、键合区的大小、键合区的大致位置、键合区以及背面的成分

 5、对于关键的应用场合，在购买之前要核实修订的版本[image: image1][image: image2.png]
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